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NPROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UNA PLACA DE IMPRESION"

Sobre:

Solicitentes D. ARMANDO BIRLAIN SCHAFLER, de naclonalie
dad mejicana, con domicilio en Galileo 101
MEXICO, D,F. (México).

Inventores : D. Armmndo Birlain Schafler ¥
D. Allan Kilroe Lombardo, ambos mejicanos,
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Le presente invencidn se refiere a un procedi-
miento pars produccidn de placas planogréficae de impre=-
sidn y, mas particularmente, pleces planogréfices de im-
presién pars userse con uns transparencie negative, y que
exhibe reproduceidn de alie fidelidad asi como calidad
de impresidn elevada en relacidon con las platas negati-
ves de la tecnologla anterior.

Las placas plaenografices de impresion de las
tecnologla enterior, para usarse con negatives, consis-
ten en %términos emplios, en ung placa bimetalica que com
prende una leémina de base de acero imoxidsble o de alumi
nio, revestids por una cepa de ocobre directamente aplica
do sobre la misma. Bl par litogréfico en este tipo de =
plecas de impresidn negativas de la tecnologia anterior,
estéd formado por el cobres que actlia como cape, retentors
de tinta y ya sea acero inoxideble o el aluminio, que ag
tla como capa retentora de agua.

Esta clase de pares litograficos son sumamen=-
te ineficientes porque tienden s formar pares elsctroli-
ticos de corrosidn, razdn por la cual las placas se Co=-
rren considerablemente en elmacenamiento y se vuelven in
servibles en poco tiempd, por lo que involucran pérdidas
en los costos de impresidn por un porcentaje relgtivamen
te elevado de placas corroidss.

Por otra parte, los metalss cominmente utili-
zados en la teenologie anterior, a saber, acero inoxidg
ble ¥ aluminig, que deben actuar como mglteriales retento
res de ague ¥, Por consecuenoin, repelentes de tinta, no
pueden considerarse como enteramente buenos pare realizar

esta funcidn, por lo que las places "negativas" existen-
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tes en la tecnologla anterior dejan mucho que desear en
cuanto a su fidelidad de impresidn y otras caracterfsti-

cad deseables,
BREVE RESUMEN DE LA INVENCION

Teniendo en mente los defecios de las placase
planogréficas de impresidn negativas de la tecnologla an
%erior, la presente invencidén provee una place planogra-
fice de impresidn, para usarse con una transparencia ne-
gativa, que compenss y/o elimine todos los defaectos y las
desventajas anteriormente mencionadas, produzca imagenes
de olta fidelidad, y ol mismo tiempo sea de sencilla ma-

nufactura y de eficiente operacién.
La presente invencidn provee taubién una placa

planogréfica de impresidn del carécter antes enunciado,
que incrementars grandemente la resistencia al desgaste
y la vida Gtil, y reducira grandemente la tendencia a la
formacidn de pares de corrosidn.

Le presente invencidn provee también una placa
planografica de impresién del caracter antes sefialado,
que sea de econdmica fabricacidn y que Sin embargo, pro-
vea impresiones de muy elevada callidad y muy alta fideli
dad de reproduccidn.

La presente invencidn provee también un proce-
dimiento para la produccidén de placas de impresidn que
tienen las ventejas antes sefialadas.

Los aspectos novedosos que se conslderan carag
teristicos de lg presente invencidn se establecen conm =
particularidad en las cléusulas anexas. Le invencidon mig
me, sin embargo, tanfo en cuanto a su organizacidn como

gl método para su operacion, junto con aspectos y venta-
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jas adlciongles de la misms, Se comprenderan mejor de
1a siguiente descripeidn detallade de cierfas modalldas-
des especificas de la misma.

DESCRIPCION DETALLADA

La placa planogréfice de impresidn de confor-
midad con la presente invencién, comprende una lémina
ds base metélica o no metalica, adecuadamente preparads
para recibir ung capa metélice electroliticamente depo-
sitada; une capa de cromo duro, liso, no poroso, electro
1{ticamente depositada sobre dicha base, una capa inter-~
media de nfiquel electroliticemente depositada sobre la
capa de cromo, y de un espesor sumgmente delgado, para
servir Qnicamente como capa de adherencia, y finalmente
ung cgpa de cobre dura, no graneasda, no porosa, para ad-
herencia de la tinta, electroliiticaemente depositada so-
bre la capa de nfquel, dicha capa de cobre esitesndo com-
puesta de cristales finos, Gensamente empacados.

La placa anteriormente descrite, para utilizar
g8 con una transparencia negativa, Se recubre como es =
usual con un revestimiento fotosensible adecuado que se
oxpone a través del negativo a ung fuente luminosas se
revela después medisnte un revelador adecuado para elimi
nar aquellas porciones del revestimiento gue no fueron
afectadas por la luzy a fin de dejar descublertas deter-
minsdas superficies del cobre que corresponden a lag -
freas de imagen; la pleca se reoubre despuds con asfelto
se lava para elimlner el revestimiento fotoszensible re-
manente y el asfalto quse lo cubre, se grabs la capa de
cobre para eliminarla conjuntamente con las porciones

correspondientes de la delgada capa de niquel, a efecto
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de descubrir areas correspondientes de la capa de cro=
mo y se elimina posteriormente el asfelto, con lo cual
queda lista la placa planografica de impresidn para im-
primir en vista del hecho de que contiene areass prede-
terminadas de cromo descublertes para retener agua y
greas de cobre predeterminadas remanentes pera retener
tinta,

La placa de la presente invencidn, por lo tan-
t0, es una placa adecuada pare utiligzarse con un negeti-
vo y siendo el par litografico formado por cromo y cobre,
el producto tendrs una fidelidad de punto notable asi cg
mo tendra une tendencia muy baja a le formacion de pares
de corrosidn, eliminando por lo tento todas las desven-
tajas de las placas negatives existentes en la tecnolo~
gla anterior.

Heciendo referencis ahora més pariicularmente
gl procedimiento para preparar la placa planogréfica de
impresién anteriormente descrita, se considera una lami-
na de base de cualquler tipo conocido, tal como papel,
resinas sintéticas, por ejemplo, una resina scrilice o
une lémina de cloruro de polivinmilo rigido, o metal, tal
como gluminio, zinc o acerc al carbono. Las }Awminas de
acero se prefieren debido a que tlenen suficiente flexibi
lidad y una mayor resistencia sl desgaste y a la defor-
madidn. En la presente solicitud se heré referencis a
ung lamina de mcero como base, pero debe entenderse que
podra utilizarse indistintemente ocualquiera de los otros
tipos de laminas de base anteriormente mencionados.

La lémina de acero se sujeta a un tratamiento

preliminar de desengrase que puede ser de cualquier ti-
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po conocido y que preferiblemente se efectia electroli-
ticemente, ya que un desengrase electrolitico también
activa la lamine de base para recibir las capse de tra?_
bajo. La lamina desengrasada se lava por espersidn tan
rapidaments como sea posible para evitar una oxidacidn
ulterior del acero. Después, la lémina se decupa on unae
solucibn &cida adecusds, tel como es convencional en o8
te tipo de operaciones de limpieze de laminss de acero,
v la léamina decopads es de nuevo layada por aspersidn
con agua yy 8i es necesario, se somete g un tratamiento
de neutralizacidn sumergiéndola en uns solucién de cig-
nuro de metel alealino o de dleali caustico tal como es
bien sabido en las operaciones de limpicza de laminas =
de acero de la tecmologla anterior.

El paso siguiente es aplicar, directamente sg
bre la lémins de acero, uns Capa de cromo que, de pre-
ferencia, es una capa dura, de cristeles finos, dense,
flexible, que tiens unsg superficie lisa, no porosa, a
prueba de raspaduras, consctando la lémina de acero al
cétodo de una tina que contierie’ un bafio de cromado, el
cuel preferiblemcnte comprende une Solucidn acuosa de -
aproximadamente 20 a 35 % de tridxido de cromo, y ung =
centidad de &cldo sulffrico igual s alrededor del 1 % de
la cantidad de tridxido de cromo presente. El eleotrorreg
cubrimiento se realiza ventejosamente a uns temperatura
de glraededor de 35 & aproximadsmente 508C y durante un
periodo de aproximademente 5 @ 20 minutés, empleando una
densidad de corriente de gproximadamente 10 a 25 amperes
por decimetro cuadrado.

La placa ge separa prontamente del bafio pgrs
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evitar el ataque del &cido que perjudicaris la superfi-
cie del cromo. Se ha encontrado que si la teomperaturs -
@3 mayor que 502C, la resistencia del baflo se incremen—
tay requiriendo umsyor amperaje, lo que da como resulta-
Go cristales grandes, m&s duros y menos densamente empg
cados, produciendo una Capa relativamente quebradiza -
que tiene una superficie rugosa, porosa, mientras que a
menos de 35¢C, la resistencie del bafio disminuye, requi
riendo menos amperaje pars evitar el chamuscado de la -~
place y dar como resulbtado una capa MAS Suave.

La lamina cromads de tal menera es despuds =
tratada para depositar una capa de niquel sobre la mis-
mg utilizendo un bailo de nlquelado que comprende Bales
de niquel adecuadas tales como sulfato y cloruro de ni-
guel, en presencia de acido bérico y un &cido mineral,
tal como dcido clorhigrico.

Para el propdsito de obtener una capa de ni-
quel de adherencia notable a la capa de cromo que se ha
depositado previgmente el mismo tiempo dotada de alia
resistencia al mel trato, se prefiere utilizar un bafio
de niquelado que contenga de aproximadamente 80 a 150
gramos por litro de cada una de las sales sulfato de ni=-
quel y cloruro de niquel, de aproximadamente 10 a 20
gramos por litros de aecido borico y de aproximadamente
20 g 100 gramos por litro de acido clorhidrice, alin =
cuando las porciones de ingredientes enteriormente se-

fialeda puede veriarse dentro de limites mas amplios sin
por ello sallirse del glcance y espiritu de la presente

invencidn.
La operacidén de niquelado se realiza preferi-
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blemente a temperatura ambiente, utilizando un voltaje
de 3 a 6 volts y durante un periodo de aproximadamente
30 segundos para proveer meramente uns delgads capa de
niquel que sirva como capa de adherencia para la Cape

de trabajo de cobre que sers depositada sobre la mismg.

Finglmente se procede g aplicar, sobre lg del
gada capa de niquel anteriormente descrita, una capa de
cobre. Dicha capa de cobre pueds ser de naturaleza bri-
llante, intermedia o mate, y se deposita preferiblemen~
te a partir de un bafio de cobrizado &cido que bésicamen
te contiens de eproximadamente 15 a 25 % de sulfato de
cobre, y de aproximadamente 0.4 a 0.7 % de &cido sulfi-
rico, asociado con cantidades de 0.4 @ 0.7 % de un agen
te abrillantador tal como un gbrillentador del tipo de
colageno como cola animal o agar, si se deses un acaba-
do brillante, o bien asociado con cantidades ds 3 a 5 %
de une sal doble de metal, tal como el alumbre potdsico
0 el tarirato doble de sodio y potasio, pare fundir co-
no agente reductor del crecimiento de cristales, si se
desea un acabado mate. Guando se desea un acebedo inter
medio, no se usa gbrillantador ni sal doble de metal.

Las condiciones de cubrimiento incluyen vens
tajosamente ung densidad de corriente de aproximadsmen=
te 2.5 a 3.5 amperes por decimetro cuadrado, durante un
periodo de aproximedamente § a 10 minutos.

En el caso de utilizarse un agente reductor
del crecimlento de cristales, del tipo organico, la tem
peratura debe menfenerse por debsjo de 35¢C, ya que ung
‘temperatura mayor causara la descomposicidn del agente

reductor. No obstante, pueden utilizarse temperaturas
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de 15 a 458C con la meyorla de lom agentes reductores.

<En el caso en que se requiers un acabado ma=
te mediante el uso de una sal doble de metal, o bien un
acabado intermedio, sin el uso de tal sal, la temperg=
tura no es oritica y pueden emplearse temperaturas que
var{an desde aproximadamente 15RC, haste cercanamente
al punto de ebullicibn del bafio, Sin embargo, es prefe-
rivle operar dentro de la escala de la temperatura am-
biente s aproximadaments 402C,

La deposicidn del cobre a partir de un bafio -
&cido produce una capa densa de oristales muy pequefios
¥ finos, que suministre una superficie no porosa, dura,
1ssa, y a prueba de raspaduras que tiene un poder de rg
tencion de tinte muy elevado. La densidad de la capa de
cobre acido mejora en gren medlids la resistencia y la
capacidad de desgaste de la placa y produce una placa,
que e3 altamente adecuasds para utillizarse con una trgns-
parencia negativa, en la obtencidn de una imagen de al-
ta calidad y fidelidad inclusive en las areas de medlo
tono.

La placa planogréfica asl obtenida, por otra
parte, es altamente resistents a los ggentes externos y
el mal treto, por lo cual presenta notgbles ventajas en
comparacidn con todas las placas de impresidn negatives
de la tecnologla anterior. Ademés, su manufasturs puede
realizarse de maners sumamente sencilla y su eficlencia
en la reproduccién de imégenes es elevada en comparacion
con los productos de la tecnologla anterior, del mismo
tipo.

Afn cuando en lo anterior se han mostrado y
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descrito ciertas modalidades especificas del invento; -
es obvio que son posibles numerosas modificaciones 2 «
las mismas., La invenoidén, por lo tanto, no debe restrin
girse excepto en cuanto s lo que sea x;ecesario POY la -
tecnologia anterior y por el espiritu de las cléusulas
anexas.
N 0 1 4

I.g. Patente de Invencidn que se solicita por =
veinte afios, para Espafia, de acuerdo con la vigente Le-
gislacibén, deberd recaer sobre: "PROCEDIMIENTO PARA PRQ
DUCIR UNA PLACA DE IMPRESION", seglin lag caracteristiw.
oas esencigles de las sigulentess

REIVINDICAOIONES
18 .~ Procedimiento pars producir una place de

impresidn, adecuada para utilizarse con una transparen-
cla negativa, caracterizado porque comprende preparer =
una lémina de base de placa de impresién para electrode
posicidn, electrodepositar sobre por lo menos uno de =
sus lados una capa de cromo duras, no porosa, electrodepo
sitar sobre dicha capa de oromo una capa de niguel del-
geda que serviri como un elemento de adherencis, y eleg

trodepositar sobre dicha oapa de niquel una capa de co-

" bre pars adhersncia de tinta, de un bafio dcido que con

tiene un agente reductor del erecimiento de oristales,
28 .~ Procedimiento pars producir una place de

impresién, de conformidad con la cléusule 14, caracterl

zado edemés porque dicha ompa de niquel es una capa de

niquel muy delgada.
38+~ Procedimiento para producir una place de

impresién, de conformidad oon la oléusula 12, caracterli
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zado ademés porgue dicho agente reductor del crecimien
o de oriéﬁales es un abrillentador.

4% .~ Procedimiento pars produclr una placa de
impreaién# de conformidad con la cléusula 38, caracterl
zado ademés porque dicho abrillantador es un abrillenta
dor del tipo de coldgeno tal oomo cola animal o agare

58 .~ Procedimiento para producir une, placa de
impresién, de conformidad con la cldusula 1%, caracteri
zado ademds porque dicho agents reductor del crecimien~
t0 de cristeles es una sal doble de metal selecclonada
de elumbre de potaslo y tartrato de sedio y potasiol,

68 ,~ “PROCEDIMIENTO PARA PROIUCIR UNA PLACA -
DE IMPRESION",

Segin queda sustancisimente descrito en la -~
presente Memorie que consta de once hojas escritas a mé
gquing por una sole cara.
| Madrid; 5 de Junio de 1,973
D. ARMANDO BIRLAIN SCHAFLER

P, P.
ERANCISCO GARCIA CABRERIZO
P- P- /MQ (
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